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摘要(译)

本发明实施例提供一种OLED封装基板及其制备方法、OLED显示面板，
涉及显示技术领域，可降低位于阵列基板表面的阳极或阴极的电阻，从
而降低OLED显示器件的功耗。该OLED封装基板划分为显示区域和非显
示区域，其中，所述显示区域包括像素界定区域；所述OLED封装基板包
括：衬底基板，设置在所述衬底基板上且位于所述像素界定区域内的导
电体，所述导电体用于在所述OLED封装基板与阵列基板对盒时，与位于
所述阵列基板表面的阴极或阳极相接触。用于OLED显示器件。
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